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^? (57) Abstract: The invention relates to a heat-conducting coating of electronic circuit assemblies (102), comprising a coating agent 
(100), which encloses the electronic circuit assembly (102) and which is electrically insulating, with dispersed particles in the coating 
agent (100) which have a high thermal conductivity, whereby the particles dispersed in the coating agent (100) are embodied as 
nanoelements (101). 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung schafft eine Verpackungsvorrichtung zur Verpackung elektronischer Schaltungseinheiten 
(102), die ein Verpackungsmittel (100), das die elektronische Schaltungseinheit (102) umgibt und das elektrisch isolierend ist, und 
in dem Verpackungsmittel (100) dispergierte Partikel aufweist, welche eine hohe Warmeleitfahigkeit aufweisen, wobei die in den 
Verpackungsmittel (100) dispergierten Partikel als Nanoelemente (101) ausgebildet sind. 



